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成果简介：

本项目叠层 LTCC (SLCP06系列)采用叠层低温共烧工艺制作，

其中：

内部电极采用银浆烧结得到，其主要作用是：

①作为电感电容的实现载体，能够通过印刷叠层方式在产品

内部实现一定的线圈及电容结构电极基板；

②作为电流信号通过的载体。

瓷体材料采用玻璃粉低温烧结得到，其主要作用是：

①作为电容电感的支撑骨架，保证烧结时内部银电极不发生

变形；

②作为介质材料，其相关的介电特性也影响了最终产品的性

能。

端电极采用银-镍-金三层电极，既提供良好的焊接性，同时

也保证足够的端子附着力。

关键技术：

（1）精细化内部电极制作技术



为了制作尺寸更小、性能更好的耦合器产品，我们需要线宽

更窄、间距更小、一致性更好的内电极，这时采用传统的印刷工

艺已经很难满足：

① 同样线圈长度，产品尺寸更小，电极间距就得缩小；

② 宽度更窄的电极，从传统工艺的 100um减小到 50um 或

更低；

③ 极尺寸的一致性提高到极差小于 3um。

（2）高精度叠层技术

耦合器产品的性能与其磁路面积有关，若出现叠层偏位，会

显著劣化耦合性能，同时还可能出现表面露电极等外观问题。采

用传统工艺，叠层对位精度只能达到 50um，难以满足小尺寸高

性能叠层 LTCC耦合器的需求，需要从以下方面加以提升：

① 改进切割刀片，减小刀片导致的生坯变形；

② 解决小尺寸产品切割后粘片的问题。

（3）悬空端位置的焊盘电镀技术

① 随着耦合器产品的小型化及设计要求，产品表面出现 3-6

个焊盘，焊盘尺寸太小，如果用传统的电镀镍锡工艺制作，电极

接触电荷概率较低且电镀一致性较差，导致金属离子在电镀液中

难以被还原沉积到焊盘表面，产品焊盘出现不上镀/镀层偏薄或

者镀层过厚等问题，导致产品焊接不良或电性分选时由于焊盘高

度差问题导致的测试误分。因此对小尺寸底面电极焊盘电镀需要

从以下方面进行提升：

② 采用电镀镍、化镀镍、化镀金工艺相结合，通过将镀液

中的金属离子还原成金属原子，沉积在催化表面，利用金属层的



自催化活性持续反应；对银层表面进行微蚀处理，提高银镍结合

力。


